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1. 이력관리 

개정사항 

REV NO. 개정일자 PAGE 

개정 전 개정 후 

개정사유 
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2. 전기적 특성 
 
2.1. SET 정재파비 (VSWR) 
안테나는 전기적 사양에 명시되어 있는 정재파비 요구사항을 만족 해야 한다 

주파수 대역 

( Frequency Range) 
2,400 ㎒ 2,450 ㎒ 2,480 ㎒ 

단말기    정재파비 

(V.S.W.R) 
5.37:1 이하 1.58:1 이하 4.2:1 이하 

 

 
그림 1:  Testing with network analyzer 

 

 
 

그림 2  :Return Loss and VSWR 
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2.2 SET 복사 패턴 (Radiation Pattern) 
 안테나의 복사 패턴은 수직면에서 무 지향성 패턴을 가져야 한다. 
 
2.3 안테나  이득 
안테나의 Gain 과 효율성을 실험하기 위해 셋트에  조립되어야 하며, 완전히 조립되고 작동하는 STM-8100 

모뎀에서 테스트 되어져야 한다. 안테나는 무 반향실의 free space 에서  H,E1,E2 플랜에 의해 테스트가 

실시되어야 한다. 안테나 지향성도는 전달/수용 밴드(transmit and receive bands) 중앙에서 측정되어야 

한다. 
주파수 대역 

( Frequency Range) 
2,400 ㎒ 2,450 ㎒ 2,500 ㎒ 

단말기    정재파비 

(V.S.W.R) 
5.37:1 이하 1.58:1 이하 4.2:1 이하 

1,900 MHz 1,960 MHz 2,020 MHz 
검사 지그 정재파비 

(V.S.W.R) 
5.1:1 이하 2.1:1 이하 4.3:1 이하 

H-Plane -9.40 -6.15 -8.33 

EI-Plane -8.05 -5.09 -7.75 
최대  이득 

(Gain) 

E2-Plane -12.24 -8.63 -10.63 

공칭 임피던스 50Ω 

편파 수직 

복사패턴 무지향성 

 

 
 

그림 3:  Geometry for STM-8100 for radiation pattern 
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2.4 방사 패턴 

2.4.1 Woongjin ST STM-8100 Model Bluetooth band (H-plane) 
< Model mounted typical measurements> 

 
 
 

Layer Max value Position Min value Position BeamWidth Average 

2400(MHz) -5.23 dB 14.07 deg -16.20 dB 272.78 deg ---- -9.40 dB 

2410(MHz) -4.49 dB 14.07 deg -15.21 dB 272.78 deg ---- -8.65 dB 

2420(MHz) -3.65 dB 14.07 deg -14.24 dB 300.96 deg ---- -7.78 dB 

2430(MHz) -2.98 dB 14.07 deg -13.53 dB 300.96 deg ---- -7.21 dB 

2440(MHz) -2.22 dB 14.05 deg -12.91 dB 300.93 deg ---- -6.57 dB 

2450(MHz) -1.86 dB 14.05 deg -12.79 dB 300.93 deg ---- -6.15 dB 

2460(MHz) -1.85 dB 11.25 deg -12.53 dB 300.94 deg ---- -6.14 dB 

2470(MHz) -2.12 dB 11.25 deg -12.56 dB 300.94 deg ---- -6.41 dB 

2480(MHz) -2.90 dB 11.25 deg -13.29 dB 300.94 deg ---- -7.12 dB 

2490(MHz) -3.52 dB 11.25 deg -13.63 dB 300.94 deg ---- -7.67 dB 

2500(MHz) -4.12 dB 11.25 deg -14.04 dB 300.94 deg ---- -8.33 dB 
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2.4.2 Woongjin ST STM-8100 Model Bluetooth band (E1-plane) 
< Model mounted typical measurements> 

 
 

 

Layer Max value Position Min value Position BeamWidth Average 

2400(MHz) -4.56 dB 117.14 deg -17.73 dB 160.01 deg 43.25 deg -8.05 dB 

2410(MHz) -3.58 dB 120.00 deg -16.72 dB 160.01 deg 40.56 deg -7.30 dB 

2420(MHz) -2.52 dB 120.00 deg -16.00 dB 160.01 deg 40.01 deg -6.41 dB 

2430(MHz) -1.78 dB 117.14 deg -15.83 dB 160.01 deg 38.91 deg -5.86 dB 

2440(MHz) -0.95 dB 117.14 deg -14.45 dB 162.85 deg 38.71 deg -5.35 dB 

2450(MHz) -0.77 dB 117.14 deg -14.63 dB 160.01 deg 38.92 deg -5.09 dB 

2460(MHz) -0.94 dB 117.14 deg -14.91 dB 160.01 deg 39.78 deg -5.07 dB 

2470(MHz) -1.40 dB 71.43 deg -16.26 dB 160.01 deg 54.57 deg -5.47 dB 

2480(MHz) -2.07 dB 71.43 deg -17.00 dB 159.99 deg 54.56 deg -6.22 dB 

2490(MHz) -2.68 dB 117.14 deg -18.02 dB 159.99 deg 40.55 deg -6.94 dB 

2500(MHz) -3.28 dB 71.43 deg -19.65 dB 159.99 deg 55.68 deg -7.75 dB 
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2.4.3 Woongjin ST STM-8100 Model Bluetooth band (E2-plane) 
< Model mounted typical measurements> 

 
 
 
 

Layer Max value Position Min value Position BeamWidth Average 

2400(MHz) -8.72 dB 57.14 deg -19.68 dB -60.00 deg 148.59 deg -12.24 dB 

2410(MHz) -7.95 dB 60.00 deg -19.01 dB -60.00 deg 149.90 deg -11.34 dB 

2420(MHz) -6.86 dB 54.29 deg -17.49 dB -57.16 deg 149.92 deg -10.33 dB 

2430(MHz) -6.20 dB 54.29 deg -17.49 dB -57.14 deg 163.71 deg -9.61 dB 

2440(MHz) -5.73 dB 48.57 deg -16.39 dB -57.16 deg 157.87 deg -8.93 dB 

2450(MHz) -5.48 dB 45.71 deg -15.52 dB -57.16 deg 162.85 deg -8.63 dB 

2460(MHz) -5.45 dB 42.86 deg -15.15 dB -57.14 deg 167.38 deg -8.49 dB 

2470(MHz) -5.86 dB 42.86 deg -15.47 dB -57.14 deg 170.37 deg -8.81 dB 

2480(MHz) -6.63 dB 45.71 deg -15.77 dB -57.14 deg 169.37 deg -9.45 dB 

2490(MHz) -7.32 dB 57.14 deg -16.40 dB -57.14 deg 174.45 deg -9.95 dB 

2500(MHz) -7.89 dB 45.71 deg -16.56 dB -54.30 deg 175.85 deg -10.63 dB 
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3. 기구적 특성 
 
3.1. 부품의 규격 
 

항 목 SPEC. REMARK 

내부전극 Ag Pb-free 

외부전극 Ag/Ni/Au Pb-free 

치 수 5.0(L)x3.0(W)x1.08 (H) mm 

무 게 0.05±0.01 g 

동작온도 -35 ~ +85 °C 
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3.2. LOT 번호 마킹 
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4. 시험 방법 
 
4.1 SWR/Return Loss 
 
Network Analyzer 를 이용하여 SWR/Return Loss 를 측정하고 표본 Sample 을 선별 후 검사 지그를 사용하여 

양품과 불량품을 선별한다. 
 
 

Set Condition JIG Condition 

Network Analyzer Agilent E5071C (ENA) Agilent E5071C (ENA) 

Cable RF Cable (400mm) RF Cable (400mm) 

Test Condition 
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4.2 Gain 
 
 당사가 보유한 전자파 무반사실을 이용하여 Antenna Gain 을 측정한다. 

 
 

 
Anechoic Chamber for antenna Gain Measurement 
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5. 특성검사(VSWR) 검사지그 측정 DATA 
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6. 신뢰성 보증 조건 
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7. 신뢰성시험 성적서 
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8. 납땜조건 
8.1 REFLOW 조건 

                      REFLOW 조건은 아래의 온도 및 시간을 따른다. 
 
 

 
 
 

8.2 수동 납땜 조건 
제품에 인두기를 직접 접촉하여 땜하지 않는다. 

제품을 120˚C 에서 60 ~ 250 초 동안 예열 후 인두온도 250˚C ~ 280˚C 로 작업한다. 

 

8.3 PCB PATTERN 의 설계 
           PCB PATTERN 은 칩 안테나 PATTERN 의 외곽 크기 보다 0.1MM 크게 설계한다. 
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9. 구조 및 재질 
9.1 도면 
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9.2 PART LIST 
 

 

 

 

 

원료 품 명 구성물질 CAS #. 

POWDER X-200 GLASS FRIT 6599-17-3 

Silver 7440-22-4 
7875 

내/외부전극 Diethylene glycol 

monobutyl ether 
112-34-5 

Silver powder 7440-22-4 

Ethyl  cellulose 9004-57-3 

Diethylene glycol 

monobutyl ether 
112-34-5 

금도금액 

7454B 
Via 전극 

Terpineol 98-55-5 

차아인산나트륨 

(NaH2PO2.H2O) 
7681-53-0 

황산니켈(NISO4.6H2O) 7786-81-4 니켈도금액 
NIPEL PMF- 

2000 

수산화나트륨 

(NaOH) 
1310-73-2 

PATTERN Auruna Au - 

 

 

 

 

 

품명 재질 
원료 

업체 
색상 

가공 

업체 

가공 

방법 
후가공 

후가공 

업체 
수량 

CHIP 

ANTENNA 
Er=9.1 - GRAY RN2 LTCC 

도금 Ni: 2~5um  

Au: 0.03um 이상 
- 1 
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10. 주의사항 
10.1 보관조건 

제품을 온도가 높거나 습도가 높은 장소에서 떨어진 곳에 보관할 것. 

40˚C 이상의 고온방치 시 포장재에 변형이 발생될 수 있음. 

제품을 부식성의 가스(황화수소, 아황산, 염소, 암모니아 등)로부터 떨어진 곳에 보관할 것. 
보관장소의 온도는 5 ~ 35˚C, 습도는 45 ~ 75% RH 일 것. 

보관기간은 포장일로부터 6 개월 이내일 것. 
 

10.2 취급 및 운송 
                     제품에 충격 또는 힘이 가해 지지 않도록 주의할 것. 

납땜 부위는 이물이 묻지 않도록 주의할 것. 
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11. 포장사양 
 

11.1 Carrier Tape & Reel 사양 
 

품 명 재 질 표면 저항 포장방식 

Carrier Tape Antistatic PET 10**8Ω 

Cover Tape PET 10**8Ω 
열 압착 방식 

Reel PS 10**8Ω  

 

11.2 Carrier Tape Drawing 
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11.3 Reel Drawing 
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11.4 Box 사양 
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12. 관리공정도 

 



승 인 원 

 STM-8100 BT REV. A 

 

Ethertronics, Inc. Confidential & Proprietary                                                                   Page 25 of 40 
 



승 인 원 

 STM-8100 BT REV. A 

 

Ethertronics, Inc. Confidential & Proprietary                                                                   Page 26 of 40 
 



승 인 원 

 STM-8100 BT REV. A 

 

Ethertronics, Inc. Confidential & Proprietary                                                                   Page 27 of 40 
 



승 인 원 

 STM-8100 BT REV. A 

 

Ethertronics, Inc. Confidential & Proprietary                                                                   Page 28 of 40 
 



승 인 원 

 STM-8100 BT REV. A 

 

Ethertronics, Inc. Confidential & Proprietary                                                                   Page 29 of 40 

13. 유해 물질 성적서 
13.1 세라믹 파우더 
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13.2 Au plating 
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13.3 Ni plating 
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13.4 Ag Paste 
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13.5 Marking Paste 
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